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１．概要（Summary） 

深堀構造を持った THz 帯高感度検出用アンテナのア

パチャー作製にあたり、早稲田大学の設備を利用して、

露光を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

両面マスクアライナ 
【実験方法】 

レジストを塗布した基板に露光を行う。その際、露光量

を 120mJ~180mJ で行い値の最適化を行う。また厚膜を

生成可能なレジストを使用し露光を行い、深堀形状に正

確に塗布ができているかの確認を行う。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

 
Fig.1 Image of the Antenna after development. 
     (S1818G, 180mJ) 
Fig.1 にて S1818G を使用した際の実験結果を示す。こ

ちらはレジスト膜厚が 2µm 程度である 1)。図右下部分が

アパチャーにあたり、寸法通りに現像ができている。また

深堀構造端部で被膜が申し分なくできており、こちらのレ

ジストの使用に関しては問題なく行えると判断できる。これ

はレジスト塗布前に界面活性剤として HMDS を塗布した

ため、基板全面を被膜できたのではないかと考えられる。

露光量の最適化は現在行っている最中であり、今後の課

題でもある。また、その他のレジストに関しても現在検証を

行っており、こちらも今後の課題である 
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